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(54) Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 

(57) Beschrieben ist ein Verfahren zur Herstellung 
einer Chipkarte bestehend aus 



einem mehrschichtigen Kunststoff-KartenkGrper 
einem in einem Chipmodul angeordneten integrier- 
ten Schaltkreis 

mindestens einer Spule, die der Energieversorgung 
und/oder dem Datenaustausch des integrierten 
Schaltkreises mrt externen GerSten dient, wobei 
das Chipmodul wenigstens zwei metaliische Kon- 
takte zur elektrisch leitenden Verbindung des inte- 
grierten Schaltkreises mit den Anschlussen der auf 

3 



einer SpulentrSgerschicht angeordneten Spule auf- 
weist. 

Dabei kommt es verfahrensbedingt und durch den 
Aufbau der Chipkarte weder zu einer Beschadigung 
durch Frasen (bei lamminierten Karten wird die Aufnah- 
metasche fur das Chipmodul ausgefrast) . noch zu 
einem Kurzschluss (die Chipmodulanschlusse werden 
mrt den Spulenanschlussen verldtet Oder durch einen 
elektrisch leitenden Kleber verbunden) der oben 
genannten Spule/Spulen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Chipkarte gemaG dem Oberbegriff 
von Patentanspruch 1 . 

Chipkarten werden in Form von Telefonkarten, 
Zugangsberechtigungskarten fur Mobilfunktelefone, 
Bannkarten etc. bereits in groBem Umfang eingesetzt. 
Bei diesen Karten erfolgt die Energieversorgung und 
der Datenaustausch der Karte mit externen Geraten 
uber den Beruhrungskontakt (galvanisch) zwischen auf 
der Kane angeordneten metallischen Kontaktflachen 
und korrespondierenden Kontakten in den entsprechen- 
den Geraten. 

Neben diesen kontaktbehaftet arbeitenden Karten 
gibt es immer haufiger auch sogenannte kontaktlose 
Karten, bei den en die Energieversorgung und der 
Datenaustausch des integrierten Schaltkreises der 
Karte uber eine in der Karte eingebettete Spule (induk- 
tiv) erfolgt. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Vefahren zur 
Herstellung von kontaktlosen Chipkarten. Allerdings ist 
es ohne Einschrankung auch fur die Herstellung einer 
Kombinationschipkarte (kontaktlos und kontaktbehaf- 
tet) einsetzbar. 

Stand der Technik: 

Bei der Herstellung von kontaktlosen Chipkarten 
muB die Spule in den Kartenkorper eingebettet werden. 
Hierf ur wird die Spule, die mit mit ihren Spulenanschlus- 
sen auf einer Spulentragerschicht angeordnet ist, zwi- 
schen der Spulentragerschicht und einer Oder 
mehreren daruberliegenden Kartenschichten einlami- 
niert. 

Die Spule (Leiterbahnen und Spulenan- 
schlusse/groBfiachig ausgefuhrte Spulenenden) wird 
vorzugsweise aus einer elektrisch leitend (vorzugs- 
weise mit Kupfer) beschichteten Kunststoffblie geatzt. 
Dabei ist diese Kunststoffdie bereits die Spulentrager- 
schicht, Oder aber die Kunststoffolie mit der geatzten 
Spule wird mit einer weiteren Kunststoffschicht zur Aus- 
bildung der Spulentragerschicht verbunden. In alternati- 
ven Ausfuhrungen wird eine drahtgewickelte Spule auf 
die Spulentragerschicht aufgeklebt Oder teilweise durch 
Utraschall in diese zur Fixierung hineingepreBt. In einer 
weiteren Ausfuhrungsform wird die Spule als elektrisch 
leitende Schicht im Siebdruckverfahren auf die Spulen- 
tragerschicht aufgebracht. Weiterhin ist es auch m6g- 
lich, die Spule in Form einer elektrisch leitenden Schicht 
im HeiBprageverfahren auf die Spulentragerschicht auf- 
zubringen. 

Unabhangig von der Ausfuhrungsform der Spule 
und der Art der Aufbringung auf die Spulentragerschicht 
wird in die fertig laminierte Karte eine Aussparung zur 
Aufnahme eines die integrierte Schaltung (Halbleiter- 
baustein/Chip) enthaltenden Chipmoduls, das metalli- 
sche Kontakte zur Verbindung des Chips mit den 
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Spulenanschlussen aufweist, eingefraBt. Dabei werden 
die Spulenanschlusse freigelegt so daB die elektrisch 
leitende Verbindung zu den entsprechenden Kontakten 
des Chipmoduls durch einen Leitkleber oder durch ein 

s Lot hergestellt werden kann. 

Hierbei gibt es allerdings schwerwiegende Nach- 
teile. Beim Frasen der Aussparung werden nicht nur die 
Spulenanschlusse freigelegt, sondern auch die zwi- 
schen den Spulenanschlussen verlaufenden Spulen- 

10 wicklungen/Leiterbahnen - weist die Spule N 
WicWungen auf, so verlaufen N-l Wicklungen zwischen 
den Spulenanschlussen. Dies fuhrt zu den folgenden 
Problemen: 

15 a) Die auf der HOhe der Spulenanschlusse liegen- 
den Leiterbahnen der Spule, die eine Breite von nur 
ca. 80 urn haben, werden beim Frasen sehr leicht 
beschadigt oder vollstandig durchtrennt, wodurch 
die Gute der Spule abnimmt oder diese gar voll- 

20 standig zerstOrt wird. Bei den groBfiachig ausge- 
fuhrten Spulenanschlussen (> 1 mm 2 ) ist dies nicht 
so kritisch, da hier ein /»* WARNING! FF 2.1 
**JKratzer" nichts ausmacht. 

25 b) Beim Herstellen einer elektrisch leitenden Ver- 
bindung zwischen den Kontakten des Chipmoduls 
und den Spulenanschlussen durch einen Leitkleber 
oder durch ein Lot wird sehr leicht, da der Abstand 
zwischen den Leiterbahnen und der Abstand der 

30 Leiterbahn(en) zu den Spulenanschlussen sehr 
Wein ist, durch den Leitkleber oder das Lot ein elek- 
trischer KurzschluB zwischen den Leiterbahnen der 
Spule bzw. zwischen den Leiterbahnen und den 
Spulenanschlussen erzeugt, wodurch die Spule 

35 unbrauchbar wird. Die Anordnung der Spule (Lei- 
terbahnen und Spulenanschlusse) auf der Spulen- 
tragerschicht dahingehend zu andern, daB die 
Abstande der zwischen den Spulenanschlussen im 
Bereich der Aussparung verlaufenden Leiter- 

40 bahn(en) zu den Spulenanschlussen grOBer ist, urn 
einen KurzschluB zu vermeiden, ist in den meisten 
Fallen nicht mOglich, da auch die Spulentrager- 
schicht in einem mittleren Bereich zwischen den 
Spulenanschlussen zur Aufnahme von Teilen des 

45 Chipmoduls aufgefrast wird, wobei dort verlaufende 
Leiterbahnen zerstart wurden. Zur Vermeidung von 
Kurzschlussen zu und zwischen den Leiterbahen 
muBte in aufwendiger Weise ein LGtstoplack einge- 
setzt werden, oder aber die Leiterbahnen muBten 

so (bei der Herstellung der Spule oder nach dem Fra- 
sen der Aussparung) in ebenso aufwendiger wie 
kostenintensiver Weise mit einer isolierenden 
Besehichtung versehen werden. Allerdings besteht 
auch hier wieder das Problem, das die Beschich- 

55 tungen und die Leiterbahnen selbst beim Frasen 
zerstdrt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der 
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Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von kontaktlo- 
sen Chipkarten der oben genannten Art zu entwickeln, 
das die zuverlassige Herstellung von kontaktlosen 
Chipkarten bei minimalem AusschuB gewahrleistet und 
daruber hinaus kostengunstig ist. 5 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruches 1 geldst. Die sich 
daran anschlieBenden Unteranspruche enthalten vor- 
teilhafte und fdrderliche Ausgestaltungen des Verfah- 
rens. Patentanspruch 17 bezieht sich auf eine nach 10 
dem Verfahren hergestellte Chipkarte. 

Aufden beigefugten Zeichnungen soil das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren naher eriautert und die Vor- 
teile aufgezeigt werden. Es zeigt: 

75 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaBe 
Chipkarte, wobei die Oberfiache an zwei 
Stellen zur Sichtbarmachung der Spulenlei- 
terbahnen aufgebrochen dargestellt ist, 

Fig.2 eine Draufsicht aufdie Spulentragerschicht, 20 

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Abdeckschicht mit 
den zu den Spulenanschlussen korrespon- 
dierenden Aussparungen, 

Fig.4 die verschiedenen Kartenschichten vor dem 

Laminieren, 25 

Fig. 5 einen Schnitt durch die fertig laminierte 
Karte, 

Fig.6 einen Schnitt durch eine Karte mit eingefra- 
ster Aussparung sowie einen Schnitt durch 
das einzusetzende Chipmodul, 30 

Fig. 7 jeweils einen Schnitt durch eine Karte mit 
eingefraster Aussparung, jedoch bis unter- 
schiedlichen Arten der Aufbringung des leit- 
fahigen Klebers zur Verbindung der 

Fig.9 Spulenanschlusse mit den Kontakten des 35 
Chipmoduls, 

Fig. 10 einen Schnitt durch eine fertige Karte mit 

implantiertem Chipmodul, 
Fig. 11 einen Schnitt durch das Chipmodul, der 

mehr Detailinformationen zeigt. 40 

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Chipkarte bestehend aus einem mehrschich- 
tigen Kunststoff-Kartenkdrper (1), einem in einem 
Chipmodul (3) angeordneten integrieten Schaltkreis 45 
(Halbleiterbaustein/Chip,31) und mindestens einer 
Spule (10A), die der Energieversorgung und/oder dem 
Datenaustausch des integrierten Schartkreises (31) mit 
externen Geraten dient. Dabei weist das Chipmodul (3) 
wenigstens zwei metallische Kontakte (32,32*) zur elek- so 
trisch leitenden Verbindung des integrierten Schartkrei- 
ses (31) mit den Anschlussen (10A1.10A1*) der auf 
einer Spulentragerschicht (10) angeordneten Spule 
(10A) auf. 

Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf ein 55 
Verfahren zur Herstellung von Chipkarten gemaB ISO 
7810-Format mit einer Kartendicke von (760 ± 8)um. 

Fur die herzustellende Karte werden in dem darge- 



stellten Ausfuhrungsbeispiel 6 Kartenschichten mitein- 
ander durch Lamination verbunden - vgl. Fig.4: der 
Spulentragerschicht (10) mit der darauf angeordneten 
Spule (10A) mit ihren Spulenleiterbahnen (10AO) und 
den SpulenanschlOssen (10A1.10A1*); einer spulenan- 
schluBseitig auf die Spulentragerschicht (10) aufzubrin- 
genden Abdeckschicht (11); einer auf die 
Abdeckschicht (11) aufzubringenden Dickenausgleich- 
Schicht (12); einer kartenvorderseitigen Deckschicht 
(Overlay, 14); einer Dickenausgleich-Schicht (13); die 
auf die den Spulenanschlussen abgewandten Seite der 
Spulentragerschicht (10) aufgebracht wird; und einer 
kartenruckseitigen Deckschicht (15). 

Bei den Dickenausgleich-Schichten (12,13) werden 
bedruckte Kunststoffolien eingesetzt, wahrend fur die 
daruber aufzubringenden Kartendeckschichten (14,15) 
transparente Overlayfolien verwendet werden. 

Allerdings laBt sich das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren auch schon mit drei Kartenschichten, und zwar der 
Spulentragerschieht (10), der Abdeckschicht (11) und 
der darauf befindlichen Dickenausgleich-Schicht (13) 
durchfuhren. Zur Erzielung der Normkartendicke wer- 
den die Dicken der einzelnen Kartenschichten entspre- 
chend gewahlt und aufeinander abgestimmt. 

Zur Herstellung des erfindungsgemaB laminierten 
KartenkOrpers wird in bekannter Weise bevorzugt die 
sogenannte Mehrfachnutzenfertigung - im Unterschied 
zur Einzelkartenfertigung - eingesetzt. wodurch der 
Durchsatz gegenuber der Einzelkartenfertigung sehr 
viel grdBer ist. Bei der Mehrfachnutzenfertigung werden 
fur jede Kartenschicht Mehrfachnutzen-Bogen (Spulen- 
tragerschicht-Bogen, Abdeckschicht- Bogen 0. Dicken- 
ausgleich-Schicht-Bogen etc.) mit jeweils einer Vielzahl 
von Einzelementen (Spulentragerschichten, Abdeck- 
schichten, Dickenausgleich-Schichten etc.) zur Herstel- 
lung einer Vielzahl von laminierten KartenkOrpern 
eingesetzt. Nach der Lamination werden die Einzelkar- 
terkdrper durch Ausstanzen aus dem Bogen erhalten. 
Sowohl in der Einzelkartenfertigung als auch in der 
Mehrfachnutzenfertigung sind die Schichten bzw. 
Bogen passgenau vor der Lamination ubereinander zu 
legen. 

Fur das erfindungsgemaBe Verfahren macht es kei- 
nen Unterschied, ob Einzelkartenfertigung oder Mehr- 
fachnutzenfertigung durchgefuhrt wird. 

ErfindungsgemaB weist die aufdie Spulentrager- 
schicht (10) aufzubringende Abdeckschicht (1 1) zu den 
Spulenanschlussen (10A1 ,10A1*) korrespondierende 
Aussparungen (11 A, 11 A*) auf, wobei die Abdeck- 
schicht (11) so uber der Spulentragerschicht (10) posi- 
tioniert wird, daG die Aussparungen (1 1 A,1 1 A*) jeweils 
im Bereichder Spulenanschlusse (10A1.10A1*) liegen. 
Bei der Lamination der Schichten (10,11,12,13,14,15) 
in einer Laminationspresse (4) • vgl. Fig.4 - werden die 
Kartenschichten unter dem EinfluB von Druck und 
Warme miteinander verbunden. Der Vorteil des 
erfindungsgemdBen Verfahrens ist nun, daB bei der 
Lamination von der Spulentragerschicht (10) unter 
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Anhebung der Spulenanschlusse (10A1.10A1*) Kunst- 
stoffmasse in die Aussparungen (11 A, 11 A*) der 
Abdeckschicht (11) hineingepreBt wird. Die Spulenan- 
schlusse (10A1.10A1*) sind somit gegenuber der ubri- 
gen Spulentragerschicht (10) und den Leiterbahnen 5 
(10A0) der Spule (10A) hockerartig angehoben. 

Nach der Entnahme der laminierten Karten aus der 
Laminationspresse (4) - bei der Mehrfachnutzenferti- 
gung kommt noch der Verfahrensschrrtt des Ausstan- 
zens der Einzelkarten hinzu - wird in den laminierten w 
Kartenkorper (1) in einer Taschenfrasanlage (nicht dar- 
gestellt) eine Aussparung (2) zur Aufnahme des Chip- 
moduls (3) eingefrast. Dabei werden die angehobenen 
Spulenanschlusse (10A1.10A1*) freigelegt, wahrend 
die tieferliegenden Leiterbahnen (10A0) der Spule is 
(10A) - auch zwischen den Spulenanschlussen - 
geschutzt und isolierend unter der Abdeckschicht (11) 
angeordnet sind. 

Durch das erfindungsgemaBe Anheben der Spu- 
lenanschlusse (11A1 ,11 A1*), die ja zur Kontaktierung 20 
des Chipmoduls (3) durch FrSsen freigelegt werden 
mussen, gegenuber den Spulenleiterbahnen (10A0), 
wird vermieden, daB die Spulenleiterbahnen (10A0) 
beim Freifrasen der Spulenanschlusse (10A1.10A1*) 
beschadigt oder gar vollstandig zerstort werden. 25 

AuBerdem wird in vorteilhafter Weise die Gefahr 
eines Kurzschlusses bei der Herstellung einer elek- 
trisch leitenden Verbindung zwischen den Kontakten 
(32,32*) des Chipmoduls (3) und den Spulenanschlus- 
sen (10A1.10A1*) durch Leitkleber oder Lot ausge- 30 
schlossen, da die Spulenleiterbahnen (10A0) von den 
Spulenanschlussen (10A1,10A1*) durch die isolierende 
Abdeckschicht (11) getrennt sind. 

Die einleitend erwahnten Probleme bei der Herstel- 
lung von kontaktlosen Chipkarten sind somit durch das 35 
erfindungsgemaBe Verfahren beseitigt worden. Hier ist 
ein zuveriassiges Herstellungsverfahren fur kontaktlose 
Chipkarten mit minimalen AusschuB geschaffen wor- 
den. 

Um das Anheben der Spulenanschlusse 40 
(10A1.10A1*) zu begunstigen, wird fur die Spulentra- 
gerschicht (10) ein Kunststotf-Material mit einer niedri- 
geren Formbestandigkeit unter dem EinfluB von Druck 
und Warme verwendet als fur die Abdeckschicht (11) 
und die daruber angeordnete Dickenausgleich-Schicht 45 
(12). Die niedrigere Formbestandigkeit der Spulentra- 
gerschicht (10) druckt sich in einer niedrigeren Vicat- 
Erweichungstemperatur aus. Dies kann zum Beispiel 
dadurch bewirkt werden, daB dem Kunststoffmaterial 
Fullstofffpartikel (z.B. Titandioxid), die die Formbestan- so 
digkeit erhahen beigemengt werden, wobei die Fullst- 
offkonzentration der Spulentragerschicht (10) geringer 
als die der ubrigen Schichten (11,12) ist, wodurch eine 
geringere Formbestandigkeit der Spulentragerschicht 
(10) erreicht wird. In einem bevorzugten Ausfuhrungs- 55 
beispiel bestehen die Kartenschichten aus thermisch 
nicht rekristallisierendem Polyester (Polyethylenter- 
ephthalt; PETG). Dieses Material ist umweltfreundlich 



zu recyclen oder zu entsorgen. 

Statt der Verwendung eines Kartenmateriats fur 
alle Kartenschichten, jedoch mil weniger Fullstoffparti- 
keln in der Spulentragerschicht (10), ist es auch vorge- 
sehen, fur die Spulentragerschicht (10) einen ganzlich 
anderen Kunststoff als fur die Abdeckschicht (11) und 
die Dickenausgleich-Schicht (12) zu verwenden - z.B. 
PVC fur die Spulentragerschicht (10) und Polycarbonat 
fur die Abdeckschicht (11) und die Dickenausgleich- 
Schicht (12). Die Vicat-Erweichungstemperaturen von 
PVC liegen je nach Art des PVCs ca. zwischen 70° -80°, 
wahrend die Vicat-Erweichungstemperaturen von PC je 
nach Art zwischen ca. zwischen 120° und 130° liegen. 

Die Dicke der Spulenanschlusse (10A1,10Ar) 
sowie der Spulenleiterbahnen (10 AO) betragt zwischen 
20-80uni. Die Dicke der Abdeckschicht (1 1) betragt zwi- 
schen 40-200nm. In jedem Fall ist die Dicke der Spulen- 
anschlusse Weiner als die Dicke der Abdeckschicht. 

In Fig.2 und Fig.3 ist eine Draufsicht auf die Spulen- 
tragerschicht (10) bzw. auf die Abdeckschicht (11) 
gezeigt. Die Spulenanschlusse (10A1.10A1*) indiesem 
Ausfuhrungsbeispiel sind langlich ausgefuhrt und 
haben eine Breite von ca. 1,5mm und eine Lange von 
ca. 8mm (die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu). 
Die Aussparungen (11A.11A*) der Abdeckschicht (11) 
sind vorzugsweise kreisrund ausgebildet und haben 
einen Durchmesser, der der Breite der Spulenan- 
schlusse (10A1.10A1*) in etwa entspricht. Die Abdeck- 
schicht (11) wird mit ihren Aussparungen (11A.11A*) 
jeweils mittig zur Breitenerstreckung der Spulenan- 
schlusse positioniert. Damit wird sichergestellt, daB 
auch die Leiterbahnen (10A0) zwischen den Spulenan- 
schlussen (10A1.10A1*) von der Abdeckschicht (11) 
vollstandig verdeckt werden. In dem dargestellten Bei- 
spiel sind die Aussparungen der Abdeckschicht auch in 
Langserstreckung mittig uber den Spulenanschlussen 
angeordnet. Es ist jedoch auch vorgesehen, Abdeck- 
schichten mit einer anderen Lage der Aussparungen 
relativ zur Langserstreckung der Spulenanschlusse zu 
verwenden, wenn die Anordnung der Lage der Kontakte 
(32,32*) an dem Chipmodul (3) eineandere Position der 
erhabenen, freigelegten Spulenanschlusse 
(10A1.10A1 *) erfordert. 

Das fur diese Chipkarte verwendete Chipmodul (3) 
- vgl. Fig.6 und Fig. 1 1 - besteht aus einem ersten Teil in 
Form eines GuBgehauses (3 A), das die integrierte 
Schaltung (31) und die AnschluBleitungen (33) von der 
integrierten Schaltung (31) zuden metallischen Kontak- 
ten (32,32*) zur Verbindung mit den Spulenanschlussen 
(10A1.10A1*) aufweist, und aus einem zweiten Teil 
(3B), das uber den Rand des GuBgehauses (3A) hin- 
ausragt und die metallischen Kontakte (32,32*) zur Ver- 
bindung mit den Spulenanschlussen aufweist. In Fig. 1 1 
ist dieses Chipmodul (3) etwas detailierter dargestelrt. 
Hierbei handelt es sich um ein Chipmodul (3), das 
sowohl eine kontaktlose als auch eine kontaktbehaftete 
Funktion der Karte ermoglicht. Die metallischen Kon- 
taktfiachen (34) fur die beruhrende Betriebsweise der 
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Karte bef inden sich aufder Oberf lache der Modultrager- 
schicht (z.B. eine glasfaserverstarkte Epoxydharz- 
schicht, 35). Die Verbindung zwischen diesen 
KontaktBachen (34) und dem Chip (31) ist in diesem 
Schnitt nicht zu erkennen. Die Kontakte (32,32*) zur 5 
Verbindung mit den Spulenanschlussen (10A1.10A1*) 
befinden sich auf der Ruckseite der Modultragerschicht 
(35). Sie sind als Leiterbahnen verlangert bis in das 
GuBgehause (3A) hinein ausgefuhrt, wo sie mit den 
AnschluBleitungen (Bonddrahte,33) des Chips (31) ver- 10 
bunden sind. Das GuBgehause (3A) dient als Schutz fur 
den Chip (31) und die dunnen AnschluBleitungen (33). 

Entsprechend der Form des Chipmoduls (3) wird 
die Aussparung (2) zur Aufnahme des Chipmoduls (3) 
zweistufig mit einer mittig in der Aussparung (2) liegen- 15 
den Vertiefung (20) mit einer diese Vertiefung (20) 
umgebenden Auf lag eschu Iter (21) ausgefrast, wobei 
die freigelegten Spulenanschlusse (10A1.10A1*) auf 
den Auflageschultern (21) liegen. Das Chipmodul (3) 
wird dann zumindest mit seinem uber das GuBgehause 20 
(3A) hinausragendem zweiten Teil (3B) auf der ausge- 
frasten Auflag eschu Iter (21) liegend mit dem Kartenkdr- 
per (1) verbunden, wobei eine elektrisch leitende 
Verbindung zwischen den Kontakten (32,32*) des Chip- 
moduls (3) und den Spulenanschlussen (10A1.10A1*) 25 
hergestellt wird. 

Bei der Verwendung von sehr flachen Chipmodulen 
kann auf eine zweistufige Aussparung mit zusatzlicher 
mittiger Vertiefung verzichtet werden. 

Die Kontakte (32,32*) des Chipmoduls (3) kdnnen 30 
uber einen elektrisch leitfahigen Kleber (5), einen L6t- 
prozeB Oder durch SchweiBen mit den Spulenanschlus- 
sen (10A1,10A1*) elektrisch leitend verbunden werden. 
Dabei kann die elektrisch leitende Verbindung (z.B. bei 
der Verwendung spezieller LeitWeber) auch fur die 35 
mechanische Fixierung des Chipmoduls (3) im Karten- 
kdrper (1) ausreichen. Vorzugsweise wird das Modul 
jedoch durch zusatzliche Klebeveroindungen in dem 
Kartenkorper gehalten. 

In Fig. 7 bis 8 sind unterschiedliche Arten der Auf- 40 
bringung eines leitfahigen Klebers (5) dargestelK. In 
Fig. 7 wird der Leitkleber (5) mit einem Dispenser vollf ld- 
chig uber einen Bereich grOBer als die freigelegten Spu- 
lenanschlusse (10A1.10A1*) aufgebracht. Der 
Steueraufwand fur den Dispenser ist hierbei in vorteil- 45 
hater Weise gering. Kurzschlusse k6nnen hierbei - wie 
oben erwahnt - nicht entstehen. In Fig. 8 und 9 wird 
jeweils nur ein Lertklebertropfen (5) auf die Spulenan- 
schlusse (10A1.10A1*) aufgebracht. In Rg. 8 sind 
zusatzlich auf der Auflageschulter (21) der Aussparung so 
(2) noch Tropfen (6) eines nichtleitenden Klebers zur 
sicheren Fixierung des Chipmoduls (3) im Kartenkorper 
aufgebracht. Auch die Applizierung eines HeiBWebers 
ist vorgesehen. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte beste- 



hend aus 

einem mehrschichtigen Kunststoff-Kartenkfir- 
per(1). 

einem in einem Chipmodul (3) angeordneten 
integrieten Schaltkreis (31), 
mindestens einer Spule (1 OA), die der Energie- 
versorgung und/oder dem Datenaustausch des 
integrierten Schaltkreises mit externen Gera- 
ten dient, wobei das Chipmodul (3) wenigstens 
zwei metallische Kontakte (32,32*) zur elek- 
trisch leitenden Verbindung des integrierten 
Schaltkreises (31) mit den Anschlussender auf 
einer Spuientrdgerschicht (10) angeordneten 
Spule (10A) aufweist, 
gekennzeiqhngt flurch 

a) 

die Berertstellung der Spuientrdger- 
schicht (10) mit der darauf angeordne- 
ten Spule (10A) und den 
Spulenanschlussen (1 0 A1 , 1 0A1 *) , 
die Bereitstellung einer auf die Spu- 
lentragerschicht (10) spulenanschluB- 
seitig aufzubringenden Abdeckschicht 
(11), wobei die Abdeckschicht (1 1) zu 
den Spulenanschlussen (10A1.10A1*) 
korrespondierende Aussparungen 
(11 A, 11 A*) aufweist, 
die Berertstellung mindestens einer 
auf die Abdeckschicht (11) aufzubrin- 
genden Dickenausgleich-Schicht (12), 
ggf. die Bereitstellung einer oder meh- 
rerer Dickenausgleich-Schichten, die 
auf die den Spulenanschlussen abge- 
wandte Seite der Spuientrdgerschicht 
aufzubringen sind, 

b) das posrtionsgenaue Ubereinanderle- 
gen dieser Kartenschichten 
(10,11.12,13,14,15), wobei die Abdeck- 
schicht (11) so positioniert wird, daB die 
Aussparungen (11 A, 11 A*) in der Abdeck- 
schicht (1 1 ) jeweils im Bereich der Spulen- 
anschlusse (10A1.10A1*) liegen, 

c) das Einbringen der ubereinandergeleg- 
ten Kartenschichten in eine Laminations- 
presse (4), wo die Kartenschichten urrter 
Druck und Warme miteinander verbunden 
werden, wobei von der Spulentrdger- 
schicht (10) unter Anhebung der Spulen- 
anschlusse (1 0 A1 , 1 0 A1 *) 
Kunststoffmasse in die Aussparungen 
(1 1 A,11 A*) der Abdeckschicht (11) hinein- 
gepreBt wird, 

d) die Entnahme der laminierten Karten- 
schichten aus der Laminationspresse (4), 
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4. 



5. 



e) das Taschenfrasen einer Aussparung 
(2) zur Aufnahme des Chipmoduls (3) in 
den laminierten Kartekorper (1) , wobei die 
angehobenen Spulenanschlusse 
(10A1,10A1*) freigelegt werden, 5 

f) Einsetzen des Chipmoduls (3) in die 
Aussparung (2) des Kartenkorpers (1) und 
Herstellung der elektrisch leitenden Ver- 
bindung zwischen den Kontakten (32,32*) 
des Chipmoduls (3) und den Spulenan- 10 
schlussen(l0A1,10A1*). 

Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Kunststoff-Material der Spulentrager- 
schicht (10) eine niedrigere Formbestandigkeit 
unter dem EinfluB von Druck und Warme auf- 
weist als die Kunststoff-Materialien der 
Abdeckschicht (11) und der daruber angeord- 
neten Dickenausgleich-Schicht (12). 

Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Spulentragerschicht (10), die Abdeck- 
schicht (1 1) sowie die Dickenausgleich-Schicht 
(12) aus dem gleichen Kunststoffbestehen, 
wobei der Kunststoff Fuilstoffpartikel (z.B. 
Titandioxid) aufweist, die die Formbestandig- 30 
keit erhohen, und die Fullstoff konzentration der 
Spulentragerschicht (10) und damit die Form- 
bestandigkeit dieser Schicht (11) geringer als 
die der anderen Schichten (11,12) ist. 

Verfahren nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der Kunststoff thermisch nicht rekristallisieren- 
des Polyester (Polyethylenterephthalt; PETQ) 
ist. 



Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Spulentragerschicht (10) aus PVC und die 
Abdeckschicht (11) und die Dickenausgleich- 
Schicht (12) aus Polycarbonat bestehen. 



die Dicke der Spulenanschlusse (10A1.10A1*) 
auf der Spulentragerschicht (10) 20-80jim 
betragt 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 



15 



20 9. 



25 



35 



40 



45 



6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- so 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daB 



10. 
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che, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Dicke der Abdeckschicht (11) 40-200um 
betragt. 

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Dickenausgleich-Schicht (12), die auf der 
Abdeckschicht (11) angeordnet ist, und die 
Dickenausgleichschicht (13), die auf der Spu- 
lentragerschicht (10) angeordnet ist, bedruckt 
sind, und auf den bedruckten Dickenausgleich- 
Schichten (12,13) jeweils eine weitere transpa- 
rente Dickenausgleich-Schicht (14,15) als Kar- 
tendeckschicht angeordnet ist. 

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru - 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die in den Kartenkflrper (1) eingefraBte Aus- 
sparung (2) zur Aufnahme des Chipmoduls (3) 
zweistufig mit einer mittig in der Aussparung 
(2) liegenden Vertiefung (20) und einer diese 
Vertiefung (20) umgebenden Auflageschulter 
(21) ausgebildet wird, wobei die freigelegten 
Spulenanschlusse (10A1.10A1*) auf den Auf- 
lageschultern (21) angeordnet sind, 
und 

ein Chipmodul (3) verwendet wird, das aus 
einem ersten Teil in Form eines GuBgehauses 
(3 A) besteht, das die integrierte Schaltung (31) 
und die AnschluBleitungen (33) von der inte- 
grierten Schaltung (31) zu den metallischen 
Kontakten (32,32*) zur Verbindung mit den 
Spulenanschlussen (10A1,10A1*) aufweist, 
und aus einem zweiten Teil (3B) besteht, das 
Ciber den Rand des GuBgehauses (3A) hinaus- 
ragt und die metallischen Kontakte (32,32*) zur 
Verbindung mit den Spulenanschlussen 
(10A1.10A1*) aufweist, 

wobei das Chipmodul (3) zumindest mit sei- 
nem uber das GuBgehfiuse (3A) hinausragen- 
dem zweiten Teil (3B) auf der ausgefraBten 
Auflageschulter (21) liegend mit dem Karten- 
k6rper (1) verbunden ist und eine elektrisch lei- 
tende Verbindung zwischen den Kontakten 
(32,32*) des Chipmoduls (3) und den Spulen- 
anschlussen (10A1.10A1*) hergestellt wird. 

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che. 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Kontakte (32,32*) des Chipmoduls (3) mit 
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den Spulenanschlussen (10A1.10A1*) uber 
einen elektrisch leitfahigen Kleber (5) verbun- 
den sind. 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- s 
che, 

dadurch gekennzeichent, daB 

das Chipmodul (3) uber den leitfahigen Kleber 
(5) in dem KartenkGrper (1) mechanisch fixiert io 
wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Chipmodul (3) zusatzlich zu dem leitfahi- 
gen Kleber (5) uber eine Klebeverbindung (6) 
in dem KartenkGrper (1) mechanisch fixiert 
wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Kontakte (32,32*) des Chipmodul (3) uber 
einen LdtprozeB mit den Spulenanschlussen 
(10A1.10A1*) elektrisch leitend verbunden 
werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Chipmodul (3) uber die LGtverbindung 
gleichzeitig in dem KartenkGrper mechanisch 
fixiert wird. 

1 5. Verfahren nach Anspruch 1 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Chipmodul (3) zusatzlich zu der LGtverbin- 
dung uber eine Klebeverbindung in dem Kar- 40 
tenkOrper (1) mechanisch fixiert wird. 



20 



25 



30 



35 



weist 

eine SpulentrSgerschicht (10) mit darauf ange- 
ordneter Spule (10A) und Spulenanschlussen 
(10A1.10A1*), wobei die Spulentragerschicht 
(10) im Bereich der Spulenanschlusse zumin- 
dest teilweise unter Ausbildung hockerartiger 
Erhebungen (10A2) erhaben ausgebildet ist, 
einer auf der Spulentragerschicht (10) ange- 
ordneten, die Spule/Spulenleiterbahnen voll- 
kommen abdeckenden Abdeckschicht (11), 
wobei die hockerartigen Erhebungen der Spu- 
lentragerschicht (10) im Bereich der Spulenan- 
schlOsse in Aussparungen (11A.11A*) der 
Abdeckschicht (11) formschlussig angeordnet 
sind, 

mindestens einer auf der Abdeckschicht (11) 
angeordneten Dickenausgleich-Schicht (12), 

wobei das den integrieten Schaltkreis (31) enthal- 
tende Chipmodul (3) mit seinen Kontakten (32,32*), 
die der Verbindung des integrieten Schartkreises 
(31) mit den Spulenanschlussen (10A1 ;10A1*) die- 
nen, in einer Aussparung (2) des Kartenkdrpers (1), 
in der die erhabenen Spulenanschlusse freigelegt 
sind. fixiert ist und die Kontakte (32.32*) des Chip- 
moduls mit den Spulenanschlussen (10A1 ; 10A1 *) 
elektrisch leitend verbunden sind. 



16. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daB 45 



ein Chipmodul (3) verwendet wird, das neben 
den Kontakten (32,32*) zur elektrisch leitenden 
Verbindung mit den Spulenanschlussen 
(10A1.10A1*) Kontaktfiachen (34) aufweist, die 
auf der den Kontakten (32,32*) gegenuberlie- 
genden Serte des Chipmoduls 0 angeordnet 
sind, und zur beruhrenden Energieversorung 
und/oder Datenaustausch mit externen Gera- 
ten dienen. 



so 
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17. Chipkarte, die nach dem Verfahren gemaB Patent- 
anspruch 1 hergestelrt ist, welche mindestens auf- 
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